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 2022年 11月 23日～25日に、第１１回東アジア地方政府会合が 

インドネシア・西ジャワ州で開催されます。 

 
 

第１１回会合については、当初２０２０年１１月に開催される予定でしたが、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響により、２年延期となっておりました。 

このたび、インドネシアへの入国規制の緩和等、現地開催に必要な環境が整った

ことを受け、主催者である西ジャワ州が、２０２２年１１月の開催を決定しました。 

奈良県も、知事、県議会議長、総務警察委員長、有識者等からなる訪問団により

参加します。 

併せて、県内の経済団体や民間企業等も訪問団にご参加いただき、現地企業との

意見交換や視察等を行います。 

 

記 

 

１．開催日時：   令和４年１１月２３日（水）～２５日（金） 

 

２．開 催 地：   インドネシア共和国 西ジャワ州バンドン市 

 

３．主 催：   インドネシア共和国西ジャワ州 

（「東アジア地方政府会合」事務局（奈良県）） 

 

４．テ ー マ：   ①パンデミック時やその後における地域産業の振興 

～地域経済の成長促進や食料安全保障など～ 

②コロナ禍・ポストコロナにおける地域の観光振興 

～観光力の向上による経済回復～ 

 

※主要プログラムは別添資料をご覧ください。 

【 同時配布 】 

県政・経済記者クラブ、文化教育記者クラブ 



別 紙 

第１１回東アジア地方政府会合 プログラム（予定） 

日 時 プログラム 

11/23 
（水・祝） 

1４:00～ ハイレベルミーティング（バイ会談） 

17:30～
18:30 

グドゥン・サテ（西ジャワ州庁舎）見学 

18:30～
20:00 

オープニングセレモニー・交流会 

11/24 
（木） 

8:35～ 開会挨拶 

9:00～ 
12:０0 

首長級ネットワーキング 
セッション 

サブセッション（実務者討議） 
テーマ 1: 産業 
テーマ2: 観光 

13:00～
17:00 

メインセッション（首長討議） 
テーマ 1: 産業 
テーマ2: 観光 

ゲストスピーチ・プレゼンテーション 
会合の振り返りと西ジャワ州動画上映  

17:00～

17:30 

総会 

記念撮影 

17:30～
18:00 

代表記者会見 

19:30～
21:00 

閉会式  
（西ジャワ州政府によるスペシャルパフォーマンス） 

11/25 
（金） 

9:３0～
14:30 

エクスカーション（アジア・アフリカ会議博物館等） 

 

※上記の内容は変更されることがあります。 

※経済関係者は、上記行程とは別に、現地企業との意見交換や視察等を行います。 

※当日、現地（メイン会場：トランスラグジュアリーホテル）にて取材をご希望の場合は、 

１１月２日（水）までに国際課までご連絡ください。 
 



参考 
 

１．「東アジア地方政府会合」の概要 

「東アジア地方政府会合」は、平城遷都１３００年を記念して奈良県が中心となっ

て提唱した国際会議。この会合は、東アジア各国の地方政府の代表が、地域の実

情や課題を報告し合い、共通する課題の解決に向けた議論を行うことで、相互理

解を深め、地方政府の行政能力を高めることを目的としています。 

 

２．会員地方政府 （令和４年１０月現在）  

７カ国 ７５地方政府 

（内訳：中国１８、インドネシア２、マレーシア１、フィリピン３、韓国８、ベトナム５、

日本３８） 

 



位置 州章

３．西ジャワ州の概要

◆ 面 積 35,377.76 km2

◆ 人 口 48,274,162人
人口増加率1.1%、人口密度（1平方キロメートル）1,365人、
インドネシアで最も人口の多い州
男性： 約24,508,000人 女性： 約23,765,000人

◆ 域 内 総 生 産
(GDP)

1,440億米ドル、経済成長率 2.44% （2020）

◆ 地 勢 西ジャワ州は南緯5°50’-7°50’東経104°48’-108°48’にあり、ジャワ島
の西側に位置する。
同州は、北はジャワ海とジャカルタ特別州、東は中部ジャワ州、南はイ
ンド洋、西はバンテン州と隣接する。
火山性堆積物の肥沃な土壌と多くの河川に恵まれ、州土の大部分が
農業に適している。多雨の熱帯気候がこのような条件を支える。

◆ 州庁所在地 バンドン市

◆ 主要産業 創造経済産業、食品製造、産業用機械・器具、電子部品、デバイス、
回路製造、自動車製造


